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SpritzgieBteile mit funktionalen Oberflachen

Das Folienhinterspritzen ist ein Stan—
dardverfahren beim SpritzgieBen,
das die Herstellung von 3D-Form-
teilen mit nahtlos integrierter Grafik
und groBer Designfreiheit ermdg-
licht. Der gesamte Herstellungspro-
zess fur In-Mould-Elektronik (IME)
umfasst mehrere Teilprozesse, von
denen die meisten eine hohe Aus-
beute von ~ 99 % aufweisen. Die
Ausbeute beim Umspritzen liegt je—
doch bestenfalls bei 85 %. Da es
sich bei den heutigen IME-Produk-
ten um Multimate-
rial-Verbundwerk-
stoffe handelt, die
schwer zu rezy-
klieren sind, er-
fullen sie nicht die

Design & Simulation I Surface Functionalisation
& molding

EU-Anforderungen
an Nachhaltigkeit
und Kreislaufwirt-

Recycle,
Reuse,
Reduce

schaft. Die der-
zeit verwendeten
kapazitiven = Sen-
soren kdénnen mit
kalten Fingern
oder Handschuhen
nicht  verwendet
werden und bieten keine haptische
Rickmeldung. AuBerdem erzeugt
die direkte Beleuchtung durch LEDs
in der Nahe der kapazitiven Senso-
ren Warme im Inneren des Spritz—-
gussteils, was zu einer geringen
Haltbarkeit und einer schlechten
Benutzererfahrung der Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle fuhrt.

Um die Einschrdnkungen der derzei-
tigen IMEs zu Uberwinden, ist das Ziel
des MULTIMOLD-Projekts die Ent-
wicklung eines Herstellungsprozesses
der néchsten Generation fur Produk-
te mit komplexen Geometrien auf der
Basis von IME mit einem robusten,
witterungsbestandigen Materialkon-
zept, das eine inharente Recyclingfa—
higkeit durch entsprechendes Design
bietet, unterstltzt durch LCA.

Drei Anwendungsfalle wurden aus
anspruchsvollen Anwendungen aus-—
gewahlt, darunter industrielle Schalt-
tafeln, Benutzerschnittstellen in der
Automobilindustrie und Zustands-—
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Uberwachung von Windkraftanla—
gen. Die komplexen Produkte von
MULTIMOLD werden fortschrittliche
elektronische Funktionen, multimo-
dale Sensoren, haptisches Feedback
und Stromversorgung mit mikro-
und nanostrukturierten funktionellen
Oberflachen kombinieren, die licht-
leitend, antibakteriell, vereisungs-
hemmend, leicht zu reinigen und an-
sprechend strukturiert sein kénnen.
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Film insert moulding is a standard
process in injection moulding allow-
ing to generate 3D shaped objects
with seamlessly integrated graph-
ics and high freedom in design. The
entire manufacturing process for in—
mould electronics (IME) includes sev-
eral sub-processes, most of which
have a high yield of ~ 99%. However,
the yield for overmoulding is 85% at
best. Since nowadays IME products
are multi-material composites that
are difficult to recycle, they do not
meet the EU requirements of sustain—
ability and circularity. The currently
used capacitive sensors are not usa-
ble with cold fingers or gloves and do
not provide haptic feedback. Moreo—
ver, the direct lighting by LEDs placed
in the vicinity of capacitive sensors
generates heat inside the injection
moulded part, leading to low dura—
bility and bad user experience in the
Human Machine Interface.

To overcome the limitations of
current IMEs the objective of the
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MULTIMOLD project is to develop the
next generation manufacturing pro-
cess for products with complex ge-
ometries based on IME with a robust,
weather-resistant material concept
that provides inherent recyclability
by design, supported by LCA.

Three use cases were selected from

challenging applications including
industrial control panels, automo-
tive user interfaces and condition

monitoring on wind turbines. The
MULTIMOLD com-
plex products will
combine advanced
electronic func-
tionality, multimod-
al sensors, hap-
tic feedback, and
power supply with
micro- and nano-
structured  func-
tional surfaces that
may be light guid-
ing, anti-bacterial,
anti-icing, easy—to—
clean and appeal-
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